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Hochspezialisierte Technologie für Leiterplatten - dies bie-
tet seit 1989 die ALBA PCB Group. Das international agie-
rende Unternehmen ist bekannt für ihren ausgezeichneten 
Service, den die motivierten und qualifizierten Mitarbeitern 
unter Bündelung ihrer Kompetenzen anbieten. ALBA erzielt 
durch den Einsatz modernster Produktionstechnologie ma-
ximale Geschwindigkeit in der Ausführung und überzeugt 
mit jahrelangem Know-how. Eigene Fertigungsstätten in 
Europa und in Asien erlauben im Bereich der Spitzentech-
nologie die größte Flexibilität bei höchster Qualität.

Weitere Informationen: T: +49 (0) 6203 95880-0  
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